（B5A6）顾客特殊要求

	更新项目序号
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	20181124
	标记

	MI 1.
	金面出货要求
	20221108
	西南集成 关于PCB板包装要求的通知刘铃2022-10-10500011军品顾客质量要求评审表

	公用部分第5点
	NOPE订单内部更改要求
	20230211

（崔爱华）
	西南集成（代码B5A6)质量保证协议与2023年质量承诺书刘铃2023-01-16500011军品顾客质量要求评审表

	公用部分第6~11点；MI第2点 
	板材、mark点、拼板、表面工艺、阻焊、线路；打叉板的标识方法
	20260119
	关于明确PCB通用规则要求质量通知函周艺芝2025-12-16500011（B5A6）军品顾客质量要求评审表


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
公用部分

（归零问题点）此顾客的过孔工艺如果没有要求，需与顾客确认是否要做树脂塞孔。

2. （客诉问题点）对于GERBER文件的处理，以下情况须提出与顾客确认：
（1）修改线宽、孔径（除过孔外）。

（2）添加、删除线段和功能焊盘，包括同一网络的焊盘连接制作。

（3）修改外型尺寸。

（4）发现顾客的设计存在缺陷时。
3.标记：制板说明中无要求时，不加FP标记，不加周期标记。

4.验收标准：制板说明中无要求时，GJB362B-2009

5、NOPE订单

ECN、PCN要求更改材料时需EQ通知客户，等客户回复后才可更改。

6、板材

板材优先选择高Tg≥170°C
7、板内或工艺边添加Mark点的要求如下图
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8、拼板要求
1）连接筋（V槽、邮票孔）位置避免在基板的直角处，并离片式器件≥1.5mm；
2）基板应有工艺边，工艺边宽度≥6mm并带传送方向标识或不同的两个Mark点防呆且工艺边具有弧形导向角；
3）拼版应具有打叉板光学点（若叉板光学点在工艺边的工艺边需覆全铜）；
4）若单板无刻码区为满足追溯要求应设置工艺短边（即四周有工艺边）；
5）拼板尺寸一般长边不超过260mm，最大不超过420mm；
6）工艺边上按照内部U的数量和位置在对边加MARK点，相应U打叉时相应编号的mark点涂黑，方向自定义；第一排第一个U编为1号（参考下图）
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9、表面处理

1）触点连接、插拔要求处的金手指的基板连接盘应电镀硬金；

2）Bonding盘/SMT盘应沉金；
10、阻焊

1）使用NSMD时，开窗与焊盘间隙≤0.05mm，阻焊不上盘；
2）焊盘间设计阻焊（如器件之间、过孔与大金面、挂孔与封帽焊盘等；微波、高频电路有特殊技术要求的除外）；
11、线路

1）导电图形(含电源层和地线层)距离印制板边框一般不小于1.25mm，如受空间限制，在满足使用要求的前提下，最小不应小于0.2mm。
2）键合PAD成品距离板边须有留白，离板边安全距离≥4mil

MI部分
当表面工艺为全板镀金时，终检（外观检查）备注：大金面贴微粘膜（PE保护膜）

2、当set出货时，型号备注：单U报废打叉时，工艺边上对应数字标识的mark点相应涂黑。

